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Esta invencidn sc refiere a composiciones (fore
mulaciones) adhesivas termoecstables o termoendurecibles
con propiedades mejorodas, aue constan de una combinacidn
de un compuesto adhesivo de resina sintética termopldsti-
ca y una resina epoxicica.

Cuando se unen moquebas, losetas y otros mate-
riales a los suelos, paredes y otras superiicies subyacen
tes, se usan adhesivos c¢omo apgentes de unidn., Actualmente
se emplean con este fin diferentes tipos de adhésivos,
por ejerplo acdhesivos resinosos con disolventes orgdnicos,
Estos se aplicun de manera conocida por medio de una espde
tula de enmasillar dentuca (aplicador serrado).

- Por lo tanteo, se han empleado cada vez mds los
adhesivos, dispersados en agua, de polimeros termopldsti-
cos sintéticos, en lupgar de los basados en disolventes or
gdnicos. Estos adhesivos en dispersidn contienen frecuen-
temente resinas naturales como apente de adherencia. Estas
composiciones tienen buenas proniedades adhesivas prima-
rias, pero las secundarias son inferioves, es decir las
que consisten en gue la unidn se hace blanda y no resiste
tensiones en el waterial de revestimieanto, sino que flu-
ye en frio con el riesgo de grietas por contraccién (hen.
diduras) y del levantamiento de los bordes del recubri-
miento (material. de vevestimiento). La unién es sensible

a la influencia del plastificante del material plistico,
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gue emigra a la unidn del adhesivo (linea de unién) y le
hace adn mds blando, Por tanto se reduce atn mids la resis
tencia a las tensiones por contraccién y a las tensiones
por cizalladura que pueden surgir, por ejemplo en la care
&a concentrada de muebles pesados, El adhesivo tiene una
resistencia relativamente mala al) agua y a los Alcalis,
por ejemplo a la humedacd (e las superlicies de hormigén,
y la termoestabilidad es mala. Al aplicarlo, el adhesivo
es sensible a las condicinnes atmosféricas, por ejemplo
la humedad del aire y la temperatura. ,
Esta invencidn se refiere a una composicidén (for
mulacién) adhesiva termoestable con nropiedades me joradas,
que consta de una combinacién de un compuesto adhesivo de
resina sintética termopldstica y una resina epoxidicn, y
puedé contener una carga. La composicidn cqnsta de una dis
persidn acuosa, o una disolucidén en un disolveinte orgéni-
co, de un compuesto adhesivo de resina sintética termo—.
plistica como coronente adlierente (¢o uuién) principal,
dispersidn o disolucidn en la que estd emulsionada o di-
sueld ta una resina epoxfdica como adherente inicial. Antes
de usar la composicidn se a‘iade un arente de curado para
la resinn epoxfidica. El compuesto adhiesivo de resina sin-
tética termopldstica puede cop un poliacrilate, un polime
tacrilato, un poli(éster vinflico), un copolimero, una mg

dificacién, o una mezcla de édstos, kL noli{bster vinflico)
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puede ser poli(acctato de'vinilo) y poli(etileno-acetaso
de vinilo). El compuesto adhesivo cde resina sintdtica texr.
mopldstica puede estar prerente en unn proporeidn de 15

a 5 por ciento en peso cou relacidn a la comnosicidn,

Alternativamentc, el compuesto adhesivo de resi
na sintética terwopldstica puede ser una resina ceténica,
preferiblemente una resina cetdnica (precondensado) resig
tente a los 4lcalis disuelta en un disolvente orgdnico,
por ejemplo alcohdl etilico, en una cantidad de ls a 30
por ciento del peso de la cowmposicidn,

Bl apente de achicerencein, la resina epoxidica,
puede emul&innnrsp i la cispersidn acuosa en una propor
cidn de 5 a Z5 por ciento de la commosicidn, o afadirse a
la disolucidn orgdnica en una cantidad cde 5 a 50 por clen
to de la coupnsicién., La expresidn "resina epoxfdica" quie
re decir productevs de reaccidn de epiclorhidrina y bisfe~
nol A u otros polioles. Cormo carga puede_incluirse carbo-
nato cdlcico mapnésico (dolomita en polve), cuarzo en pol-
vo u dxidos de aluminio, c¢n unna concentracidn de 5 a 30%.
Como agente de curado mara la resina epoxfdaica pueden usar
catalivadores conocidos, preferiblemente arentes de cura-
do a temperatura ambiente, tales como poliaminas y polia-
midas alifidticas y arowfticas.

Sus tituyendo las resinas naturales, adherentes

pero que perjudicun la calidad, nvor resina epoxfdica Lf-

lpen
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quida y nna cantidad equilibrada de agente de curado,

es posible, por medio de lu combinucidén de la invencidn,
usar un adhesivo que pucde ser curado sin necoesidad de
mantener una compresién, sino requiriendo sélo una come-
presi6n momentdnea, Las ventujas de este adliesivo son

que que es fuertemente adherente en estado inicial (con
el carfcter llamado sensible a la presién), pero sucesi-
vamente se transforma en un estado no adherente, siendo
la unién adhesiva (lfnea) después del curado no plédstica
y resistente a las tensiones de cizalla. La unién (lfnea)
adhesiva es resistente a la influencia de Los plastif{-
cantes, 3e mejorun la resistencia al agua y a los #lcalis,
y la termoestabilidad. Por la reacciéh quimica, el agnest
vo es menos sensible a las condiclones exteriores, tales
como la humedad del aire y la teﬁperatura. Empleando la
composicidn adliesiva en Lorma de una disolﬁcidn, puerle
mantcuerse bajo el contenido ve disolvente (10-20%), yu .
que la resina termoestable nstd en forma l{quida.

Bn la prevaracidén de composicliones adhesivas
seglin ln invencidén, se parte de una dispersidn de mnterinl
termopliistico en apua, ususlmente al 50-00%, La resina
epoxidica lf{quica se dispersa con agitacidn, y después se
dispersa la mposible carga. EL agente de curado se ariade
antes de su uso.

Empleando la otra alternativa, con el compues to
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adhesivo en disolucidn, =ze¢ disuelve priamsro, por ejemplo,
una resina cetdnicn en alcobkol etf{lico, despuls de lo cual
se afladen buja aritacidu Lo resina epoxidica Llquida y un
plastiric;ntc, por egemplo ftalato de dibutilo, y la posi
ble carga. Bl apente de curado se apnade antes de usar el
adhesivo. Una ver afadido el agente de curado, 13 composi-
cidn adhesiva es (til durante aproximademnte 48 lhorus,
EJEMPLO T

Dispersidn de resina termo - ldstica, conte

nido de materia seca, 50-65% (acrilato o vin{lica) 50-70%

Resina epoxfdica, resina Epophen EL-5 5.25%
Cargu, veso 5-20%
Plagtificante, ftolato de dibutilo 075%
Disélvente orpfinico; tolucno, xileno 0-5%
Agran ) 0-105%
_Agente de curado, diaminodifenlluaetano T zal2y

BJEMPLO 2

Dispersidn de poli(acetato de vinilo) (dispsrsa-

da en particulas gruesas, 0,5 a i micras), conte

nido de materia seca, 50% 60%

Resina evoxfca (viscosidad, aproximadamente

.

100 Py, Enikote 328 25%

Carga, dolomita en polvo 5%

Agente de curado, diaminodifenilmetlano 10%
-0
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BJEMPLO 3

Dispersidn de poli{(éster de dcidc acrilico)
(65% de sS8lidos totales) Rhoplex LC-U5
Resina epoxidica (viscosidad, aproxinmadae
mente 100 ') resina Bpophen EL-5

Carga, cuarzo en polvo

Disolvente orgdnico, tolueno

Agente de curado, diaminodifenilmetano
BJEMPLO 4

Dispersién de poli(etileno-acetato de vinilo)
(50% de sdlidos totales) Vinnapas EVA-2
Resina epoxidica (viscosidad aproximadamen
te 100 P), Epikote 828

Carga, dolomita en polvo

Plastificante, ftalato de dibutilo
Disolvente orpdnico, toluerno

Agua

Apente de curando, diaminodifenilmetano
EJEMPLO 5

Resina cetdnica (resistente a los 4lcalis)
Kunstharz 3K

Resina epoxidica (viscosidad aproximadamente
100 P) resina Eponhen EL-5 ‘
Plastificante, ftalato de dibutilo

Diselvernte orgdénico, alcohol etilico

10%
25%
5%
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Carga, caolin

Agente de curado, diaminodifenilmetano,

REIVINDICACTONES

Los puntos de idvencidh proﬁia y nueva, quefse;ﬁif
preséptan pafa que sean objeto de esta solicitud delPafenQ?‘;
te de Invenciédn en Espafia, por VEINTE aﬁos,-son-los que se
recogen en las reivindicaciones sigulientes:

12 ,. Procedimiento para mejorar la resistencia
de aherencia inicial en el encolado de losetas y materiales
de suelos por el uso de una dispersién acuosa o una sbluJA;
cidn en up disolvente orgdnico de un compuesto adhegivo:ﬁ
de resina sintética termopldstica, caracterizado porque
el encolado se lleva a caho en presencia de una resina egg

x{dica de curado, |
2% .~ Procedimicento segdin la reivindicacién

1*, caracterizado porque el compuesto adhesivo de resina sin.

tética termopldstica es un poliacrilato, un polimetacrilate, .

-8
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un poli(éster de viniloj, sus copolimeros, sus modificacio-
nes, ¥y sus mezclas, en una cantidad de 15-45 por ciento ﬁel
peso de la composicidn.

4% .« Procedimiento ségﬁn la reivindicacién
i!; caracterizado pofque el compuesto adhésivo de resina sin
tética termopldstica es una résina cétdnica, en una canti-
dad de 15<30 por ciento de 1la canti&ad de la composicidn.

ha . Procedimiento segifin la reivindicacién

14, caracterizado porque la resina epoxidica estd emulsiona-

da en una dispersién acuosa en una cantidad de 5-25 por, cien

.

. to de la cantida de la composicién,

5% ,~ Porcedimiento segiin la reivindicacién
&, caracterizado porque la resina epoxfdica se ailade a una

disolucidén del compuesté adhesivo de resina sintética termoe

'pléstica en una cantida de 5-50 por ciento ¢de la cantidad de

la composicidn. . .
6% .~ Procudimiento seglin la reivindicacién
¢, caracterizado porque se afiade una carga en una cantidad
de 5-30 por ciento de la cantidad de la composicién,
7%+~ Procedimiento segin la reivindicacidn
1*, caracterizado porque la can%idad de agua es de 5~25 por
ciento de la cantidad de 1la cowuposicién.
% ,~Procedimiento para mejorar la resistencia

de adherencia inicial en el encolado de losetas y méteria-

les de suelos,



Tal y como se ha descrito en la Mgmoria Que
antecede y para los fines que se han especificado,
Esta Memoria consta de diez hojas escritas a

miquina por una sola cara.

Madrid, 30481975

P.A,

Alberto de Elzuuu: .
Por P

2776 ' -10-
LFG/ ‘



	Bibliographic data
	Description
	Claims



